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 – 2 – 60749-30 Amend. 1  IEC:2011 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

47/2019/CDV 47/2075/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

_____________ 

2 Normative references 

Replace the existing fourth reference with the following: 

IEC 60749-20:2008, Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – 
Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effects of moisture and 
soldering heat 
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60749-30 Amend. 1  IEC:2011 – 3 – 

4 Test apparatus and materials 

4.2 Solder equipment 

Replace the existing item d) with the following 

d) Wave-solder equipment capable of maintaining the conditions of item 5.4.4 of 
IEC 60749-20:2008. 

5 Procedure 

5.1 General 

Replace the final sentence with the following: 

However, the soak sequence in 5.5 needs to be consistent with the floor life information in 
Tables 1 and 2. 

5.5 Soak conditions for dry-packed SMDs 

Replace the existing first sentence with the following: 

The following soak conditions shall apply. 

5.5.1 Method A for dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20 

Replace the existing first sentence with the following : 

This test shall be carried out in accordance with 5.3.3.2, Method A, of IEC 60749-20:2008 and 
Table 1 of this standard. 

Table 1 – Moisture soak conditions for dry-packed SMDs (method A) 

Delete the existing Table 1. 

5.5.2 Method B for dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20 

Replace the existing text of this subclause with the following: 

This shall be carried out in accordance with 5.3.3.3, Method B, of IEC 60749-20:2008 and 
Table 2 of this standard 

Table 2 – Required soak times in hours for method B, conditions B2 – B6 (MSL levels 3 -
6) 

Delete the existing Table 2. 

5.6 Method C for soak conditions for non-dry-packed SMDs in accordance with 
IEC 60749-20 

Re-title this subclause with the following: 

5.6 Soak conditions for non-dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20:2008 

Replace the existing text of this subclause with the following: 
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 – 4 – 60749-30 Amend. 1  IEC:2011 

This shall be in accordance with 5.3.2 of IEC 60749-20:2008 and Table 3 of this standard. 

Table 3 – Moisture soak conditions for non-dry-packed SMDs 

Delete the existing Table 3. 

Table – 4 Preconditioning sequence flows 

Delete the number, the title and the subtitle and replace with the following:  

Table 1 – Preconditioning sequence flow – Method A (condition A2) in accordance with 
IEC 60749-20:2008 (dry-packed devices) 

Change the heading of the new Table 1 as follows: 

 
 

Sequence Condition A2 
 
Table 4b – Preconditioning sequence flow for method B (conditions B1–B5) in 
accordance with IEC 60749-20 (dry-packed devices) 

Re-number and rename this table as follows: 

Table 2 – Preconditioning sequence flow – Method B (conditions B2–B6) in accordance 
with IEC 60749-20:2008 (dry-packed devices) 

Change the heading of the new Table 2 as follows: 

 
 

Sequence Condition B2 B2a, B3, B4, B5, 
B5a B6 

 
Delete row 1 of this Table 2. 

In the final row of this Table 2, add the line: 

Y= Time of condition of floor life detailed in IEC 60749-20:2008 

 

Table 4c – Preconditioning sequence flow for conditions C and D in accordance with 
IEC 60749-20 (non dry-packed devices) 

Re-number and rename this table as follows: 

Table 3 – Preconditioning sequence flow – Conditions A1 and B1 in accordance with 
IEC 60749-20:2008 (non dry-packed devices) 
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60749-30 Amend. 1  IEC:2011 – 5 – 

Change the heading of the new Table 3  as follows: 

 
 

Sequence Condition A1 or B1 

 

___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IECNORM.C
OM : C

lick
 to

 vi
ew

 th
e f

ull
 PDF of

 IE
C 60

74
9-3

0:2
00

5/A
MD1:2

01
1

https://iecnorm.com/api/?name=7003fa0c5c11c29ddb5c219250e5c3f2


 – 6 – 60749-30 Amend. 1  CEI:2011 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semi-
conducteurs. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

47/2019/CDV 47/2075/RVC 

 
Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote 
ayant abouti à l'approbation de cet amendement.  

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

_____________ 

2 Références normatives 

Remplacer la quatrième référence existante par ce qui suit:  

CEI 60749-20:2008, Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d’essais mécaniques et 
climatiques – Partie 20: Résistance des CMS à boîtier plastique à l'effet combiné de 
l'humidité et de la chaleur de soudage 
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60749-30 Amend. 1  CEI:2011 – 7 – 

4 Appareillage d’essai et matériaux 

4.2 Appareils de brasage 

Remplacer le point d) existant par ce qui suit: 

d) Appareil de brasage à la vague capable de maintenir les conditions du point 5.4.4 de la 
CEI 60749-20:2008. 

5 Procédure 

5.1 Généralités 

Remplacer la dernière phrase par ce qui suit:   

Cependant, la séquence d’absorption d’humidité de 5.5 doit être cohérente avec les 
informations d’environnement non protégé des Tableaux 1 et 2. 

5.5 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage avec dessicant 

Remplacer la première phrase existante par ce qui suit: 

Les conditions d’absorption suivantes doivent s'appliquer. 

5.5.1 Méthode A pour CMS sous emballage avec dessicant conformément à la 
CEI 60749-20 

Remplacer la première phrase existante par ce qui suit:  

Cela doit être effectué conformément à 5.3.3.2, Méthode A, de la CEI 60749-20:2008 et au 
Tableau 1 de la présente norme. 

Tableau 1 – Conditions d’aborption d’humidité pour les CMS sous emballage avec 
dessicant (méthode A) 

Supprimer le Tableau 1 existant. 

5.5.2 Méthode B pour CMS sous emballage avec dessicant conformément à la 
CEI 60749-20 

 Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:  

Cela doit être effectué conformément à 5.3.3.3, Méthode B, de la CEI 60749-20:2008 et du 
Tableau 2 de la présente norme. 

Tableau 2 – Temps d’absorption d’humidité exigés en heures pour la méthode B 
conditions B2 – B6 (Niveau NSH 3- 6) 

Supprimer le Tableau 2 existant. 

5.6 Méthode C pour conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage 
sans dessicant conformément à la CEI 60749-20 

Renommer le paragraphe comme suit:  
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 – 8 – 60749-30 Amend. 1  CEI:2011 

5.6 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage sans dessicant 
conformément à la CEI 60749-20:2008 

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui suit: 

Cela doit être conforme à 5.3.2 de la CEI 60749-20:2008 et au Tableau 3 de la présente 
norme. 

Tableau 3 – Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage sans 
dessicant 

Supprimer le Tableau 3 existant. 

Tableau 4 – Flux de séquence de préconditionnement 

Supprimer la numérotation,  le titre et le sous-titre et remplacer par ce qui suit: 

Tableau 1 – Flux de séquence de préconditionnement – Méthode A (condition A2) 
conformément à la CEI 60749-20:2008 (dispositifs sous emballage avec dessicant) 

Changer la têtière du nouveau Tableau 1 par:  

 
Séquence Condition A2 

 
Tableau 4b – Flux de séquence de préconditionnement pour la Méthode B (conditions 
B1–B5) conformément à la CEI 60749-20 (dispositifs sous emballage avec dessicant) 

Renuméroter  et renommer ce tableau comme suit:  

Tableau 2 – Flux de séquence de préconditionnement – Méthode B (conditions B2–B6) 
conformément à la CEI 60749-20:2008 (dispositifs sous emballage avec dessicant) 

Changer la têtière du nouveau Tableau 2 comme suit :  

 
 

Séquence Condition B2 B2a, B3, B4, B5, 
B5a B6 

 
Supprimer la rangée 1 du nouveau Tableau 2. 

Dans la dernière rangée du nouveau Tableau 2, ajouter la ligne:  

Y= Durée de condition d’environnement non protégé détaillée dans la CEI 60749-20:2008 

Tableau 4c – Flux de séquence de pré-conditionnement pour condition C et D 
conformément à la CEI 60749-20 (composants sous emballage sans dessicant) 

Renuméroter  et renommer ce tableau comme suit:  

Tableau 3 – Flux de séquence de pré-conditionnement – Condition A1 et B1 
conformément à la CEI 60749-20:2008 (composants sous emballage sans dessicant) 
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60749-30 Amend. 1  CEI:2011 – 9 – 

Changer la têtière du nouveau Tableau 3 comme suit :  

 
 

Séquence Condition A1 ou B1 

 

___________ 
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